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はじめに 
 

研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済への

還元等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、この

ため、経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月３１日、内

閣総理大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３

月３１日改正）を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。 
 
今回の評価は、革新的製造プロセス技術開発（ミニマルファブ）の事前評価であり、評価に際し

ては、当該研究開発事業の新たな創設に当たっての妥当性について、省外の有識者から意見を

収集した。 
 
今般、当該研究開発事業に係る検討結果が事前評価報告書の原案として産業構造審議会産

業技術分科会評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を審議

し、了承された。 
 
本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。 
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革新的製造プロセス技術開発（ミニマルファブ）事前評価 
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○新規研究開発事業の創設の妥当性に対する意見の収集（平成２３年５月） 
 
○産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会（平成２３年７月１日） 
 ・事前評価報告書(案)について 
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第１章 技術に関する施策及び新規研究開発事業の概要 
 

 

１．技術に関する施策の概要 

 

製造プロセスの技術開発を通じ、装置の小型化やクリーンルームを不要とすることで大幅な

省エネ化を図りつつ、１ラインあたりの投資額は数億円と従来の１／１０００程度、ウェハサイズ

もハーフインチサイズと従来の１／１０００程度となり、更なる多品種少量といった潜在的な半導

体生産ニーズにフレキシブルに適応することが可能となる。 

また、耐震性及び可搬性の向上により各地のファブをネットワーク化することで、リスクに強い

生産システムの確立が期待される。現在、産総研において、装置の規格化や局所クリーン化搬

送系システム等の一部の開発を先行的に実施しており、これらを踏まえ、本事業ではプロセス

装置の省エネ化・小型化に必要な要素技術開発や搬送系・ユーティリティ・局所クリーン化等シ

ステムの確立、ミニマル試作ラインでのデバイス開発等を行う。 

 

２．新規研究開発事業の創設における妥当性等について 

 

我が国製造業がグローバル市場で勝ち残っていくためには、高付加価値製品をいかに低コ

ストで製造するかが課題である。半導体製造プロセスにおいて、巨大なウェハで均一な製造を

行うためは様々な技術的工夫が必要であり、エネルギーと資源の消費量は生産量の伸びを超

えて増大する傾向にある。また、ショットキーダイオードやＭＥＭＳ等、年間生産量数万個～数

十万個の小ロットのニーズに適応した生産システムも確立していない。 

さらに、今回の震災で半導体製造工場の生産ラインが停止し、ひいてはサプライチェーンが

分断され、世界中の自動車などの生産が停止し経済活動に深刻な影響を与えた。デバイスメー

カーは低価格競争に追われ耐震性の向上に取り組む余裕を持たず、装置メーカは世界的な製

品戦略において耐震性が重要であるとの認識が低い。 

これらの課題を踏まえ、地震国であるわが国において半導体製造に関わるビジネスの産業

競争力を維持・強化するためには、国主導により超省エネ・リスク分散型生産システム開発に取

り組むことが必要である。 
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３．新規研究開発事業を位置付けた技術施策体系図等（上記１．技術に関する施策の体系的整理図） 
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第２章 評価コメント 

事業の目的・政策的位置付け（新規研究開発事業の創設）の妥当性等に対するコメント 

 

多品種少量のシステムＬＳＩのビジネスモデルに合致した製造システムの実現は早急に実現しな

ければならない大変重要な課題である。 

 

なお、ウェハサイズが小さくなることに対する技術的な対応や開発の主体となる中小企業郡を

適切にまとめていくことが重要。 

 

 

○肯定的意見 

・新しいコンセプトであるミニマルファブを実際に実現しつつあるのは、非常に驚き。よく考えてみ

ると、デバイスユーザにとっては、何も不利益な点がないと思う。これから様々な苦労があると思

うので、一つ一つ乗り越えてほしい。 

・多品種少量のシステムＬＳＩのビジネスモデルに合致した製造システムの実現は早急に実現し

なければならない大変重要な課題である。 

・産総研では、ミニマルファブ構想という多品種少量向けの小規模生産システムの開発が進み出

した。このような概念は正にシステムＬＳＩ製造の理想的な姿であり、民間からは決して出てこない

発想である。産総研で進められている構想を基本骨子として実現してもらいたいものである。 

・多品種少量向けの小さな工場は重要である。 

 

○問題点・改善すべき点 

・気になる点としては、ウェハサイズが0.5インチでなければならない理由は何か。1インチではだ

めなのか。 

・小さく安いウェハを運ぶミニマルファブでは、人件費は大きく見える。どのようなファクトリーイメ

ージを構築するのか。 

・力のある中小企業を主体に開発を進めるのは良いが、どのようにまとめてゆくのか。 

・気になることは、ウェハサイズである。これほど小さいとは想像外である。ウェハがこれほど小さ

いとエッジ（端）の部分がきちんと使えるのか。 
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第３章 評価小委員会のコメント及びコメントに対する対処方針 

 
 本研究開発事業に対する評価小委員会のコメント及びコメントに対する推進課の対象方針は、

以下のとおり。 
 
【革新的製造プロセス技術開発（ミニマルファブ）】 

コメント① 

半導体製造装置の輸出により国内システム LSIメーカーの競争力が直ちには脅か

されることのないよう、製造装置としては「万能化」せず、たとえば LSI の設計技術の

側で競争力を維持できるような工夫等に配慮する必要がある。 

 

対処方針① 

本事業では省エネ・小型の半導体製造装置の実現を目指すこととしている。 

現行の半導体製造装置と同様にユーザの設計技術力の差異が競争力に直結す

るものであり、ご指摘を踏まえユーザと連携し競争力を維持・強化するよう取り組んで

参りたい。 

 

 
 
 
 



国 
委託 

民間団体等 

事業の内容 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

 革新的製造プロセス技術開発（ミニマルファブ） 

製造産業局 産業機械課 
03-3501-16９１ 
商務情報政策局 情報通信機器課 
03-3501-６９４４ 

○国内生産量の減少や海外工場の技術力向上の中で、わが国製造業がグ
ローバル市場で勝ち残っていくためには、少中量の高付加価値製品の
生産や急激な需要変動の対応、試作品の生産と製造方法の確立などの
機能を国内工場で具備することが重要です。また、事業継続性の高い
生産体制の構築のニーズも顕在化しています。 

 

○半導体産業では、極限までの微細化により設備投資費が拡大し、ビジ
ネスとして成立する生産個数は増大の一途です。また、チップ１個の
試作に億単位の費用が発生し、システムＬＳＩ等の多品種少量のデバ
イス市場の更なる開拓には、固定費を下げる＝「工場のサイズを縮小
する」ことが必要です。 

 

○製造プロセスの技術開発を通じ、装置の小型化やクリーンルームを不
要とすることで大幅な省エネを図りつつ、１ラインあたりの投資額は
数億円と従来の１／１０００程度、ウェハサイズもハーフインチサイ
ズと従来の１／１０００程度となり、更なる多品種少量といった潜在
的な半導体生産ニーズに適応が可能です。 

 

○あわせて、従来の製造方法では実現できなかった連続成膜・エッチン
グ処理や更なる薄膜化等の個別のプロセスの開発により、チップの高
性能化や生産性向上を図り、わが国半導体関連産業の競争力強化を実
現します。 

 

事業イメージ 

図２：グローバルマーケットの原理 

図１：ミニマルファブのコンセプト 
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委託 

民間団体等 

事業の内容 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

 革新的製造プロセス技術開発（ミニマルファブ）【要望枠】 製造産業局 産業機械課 
03-3501-16９１ 

○国内生産量の減少や海外工場の技術力向上の中で、わが国製造業が
グローバル市場で勝ち残っていくためには、少中量の高付加価値製
品の生産や急激な需要変動の対応、試作品の生産と製造方法の確立
などの機能を国内工場で具備することが重要です。また、事業継続
性の高い生産体制の構築のニーズも顕在化しています。 

 

○半導体産業では、極限までの微細化により設備投資費が拡大し、ビ
ジネスとして成立するチップ生産個数は増大の一途です。また、
チップ１個の試作に億円単位の費用が発生しており、少量多品種の
デバイス市場の更なる開拓には、適量生産を固定費を下げて（＝工
場のサイズを縮小）実現することが必要です。 

 

○半導体製造プロセスの技術開発を通じ、装置の小型化やクリーン
ルームを不要とすることで、１ラインあたりの投資額は数億円と従
来の１／１０００程度、ウェハサイズもハーフインチサイズと従来
の１／１０００程度となり、大幅な省エネ化や耐震性向上を図りつ
つ、更なる少量多品種といった半導体生産ニーズに適応が可能です。 

 

○本事業ではエネルギーコストや設備投資の大幅削減が可能な小型製
造装置（ミニマルファブ）の開発・実証し、リスク分散型半導体生
産システムの構築を通じ、わが国半導体関連産業の競争力強化を実
現します。 

 

 

事業イメージ 

図２：グローバルマーケットの原理 

図１：ミニマルファブのコンセプト 
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